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FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, 
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

47E/437/CDV 47E/451/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

_____________ 

 
5.2.7 Initial test voltage Vpd(ini), Vini 

Delete the NOTE at the end of this subclause. 

7.4.3 

Delete the following text below the paragraph “Package construction”: 

Periodic testing shall be carried out at the latest 5 years after type testing and shall be 
repeated at the latest every 5 years. 

Delete the words “and periodic tests” in the sentence “Type tests and periodic tests shall 
include at least the following subgroups (7.4.3.1 to 7.4.3.8), with the following conditions:” 
above the fourth dashed item. 

7.4.3.1 Preconditioning 

Add, in the second paragraph, the terms “(IEC 60068-2-20, Test Tb, Method 1A)”, as follows: 

Resistance to soldering heat 260 °C ± 5 °C, 5 s ± 1 s  
(IEC 60068-2-20, Test Tb, Method 1A) 

7.4.3.2.1 Tests 

Replace, in the paragraph “Vibration”, the words "Amplitude: 75 mm" by "Amplitude: 0,75 mm". 

7.4.3.2.2 Final measurements 

Replace, in the paragraph “Apparent charge”, "F = 1,6 or 1,2 (see 5.2.7 c)" by "F = 1,6 
(see 5.2.7 c)". 

7.4.3.3.2 Final measurements: 

Replace, in the paragraph “Apparent charge”, "F = 1,2 or 1,0 (see 5.3.1 a); " by "F = 1,2 (see 
5.2.7 c); ". 

Table 2 – Tests and test sequence for photocoupler providing protection against 
electrical shock 

Replace the existing Table 2 by the following new Table 2: 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60747-5-5:2007/AMD1:2013
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0e758b2c-e1bf-4a6d-a3b6-

34cfc329aea2/iec-60747-5-5-2007-amd1-2013



60747-5-5 Amend. 1 © IEC:2013 – 3 – 

Table 2 – Tests and test sequence for photocoupler 
providing protection against electrical shock 

1) Routine test (non-destructive), see 7.4.1 

 1.1 Apparent charge magnitude at 1,875 VIORM, method b1), b2) or b3), qc ≤ 5 pC, V ini,b ≤ Vini,a  
 See 5.2.11 

1.2  Parametric test according to manufacturer’s specification 

 

2) Sample test (destructive), n = 20/platform, with minimum n = 80 in total, c = 0, see 7.4.2 

 2.1  Visual inspection according to manufacturer’s specification see 7.4.3.1 

2.2  Resistance to soldering heat see 7.4.3.1 

2.3  Apparent charge magnitude at 1,6 × VIORM, method a), qc ≤ 5 pC, Vini,a, see 5.2.7 c) 

2.4  Parametric test according to manufacturer’s specification 

2.5  Isolation resistance see 7.4.3.1 

2.6  External creepage distance and clearance, n = 10, c = 0, see 7.4.3.1 

2.7  Isolation resistance at high temperatures, n = 40, c = 0, see 7.4.3.5.1 

 a) Tamb max, min 100 °C 
 b) Ts 

 

3) Type test, destructive, n = 130, c = 0, see 7.4.3 
 
 Subgroup 1 

7.4.3.2 
n = 20 

 
Subgroup 2 

7.4.3.3 
n = 30 

 
Subgroup 3 

7.4.3.4 
n = 30 

 
Subgroup 4  

7.4.3.5 
n = 40 

 
Subgroup 5  

7.4.3.6 
n = 10 

 

           
 

Preconditioning 
7.4.3.1 

 
Preconditioning 

7.4.3.1 
 

Preconditioning 
7.4.3.1 

 

Isolation 
resistance  
Tamb max. 
>100 °C, Ts 

 
Ext. creepage 

distance 
Ext. clearance 

 

         

 Rapid change of 
temperature  Input safety test  

Output safety 
test  Flammability  

       

 Vibration  
Final 

measurement  
Final 

measurement 
 

   

 Shock  

   

 Sealing  

   

 Dry heat  

   

 Accelerated damp 
heat 

 

   

 Temperature 
storage 

 

   

 Damp heat  

   

 Final 
measurements 

 

 

 Testing of insulating materials (type test only) see 7.4.3.7 
Marking, labels, information in datasheets see 7.4.3.8 
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Table 3 – Test conditions 

Replace the existing Table 3 by the following new Table 3: 

Table 3 – Test conditions 

Method a) Parameter Method b) 

t ini = 60 s 

V ini,a  

Vpd = F × VIORM or VIOWM 

tm = 10 s 

Initial time 

Initial voltage 

Apparent charge test voltage 

Apparent charge measuring time 

t ini,b = 1 s 

Vini,b ≤ Vini,a 

Vpd = 1,875 × VIORM or VIOWM 

tm = 1 s 

tst typ. 12 s Specified test time tst typ. 1,2 s 

tst2 typ. 1,2 s 

dV/dt during t1, t2 = 100 V/s to 1 000 V/s Rate of rise/fall (V ini) - 

t3, t4 typ. 1 s 

Tamb = 15 °C to 35 °C 

150 kHz ≤ fo ≤ 5 MHz 

∆f ≤ 15 kHz 

qo = 5 pC 

qmin = 1 pC 

qpd = 5 pC 

CC ≥ 1 nF 

Transient recovery time 

Ambient temperature 

Centre frequency 

Bandwidth 

Calibration value 

Smallest measurable value 

Apparent charge test limit 

Coupling capacitor 

- 

Tamb = 15 °C to 35 °C 

150 kHz ≤ fo ≤ 5 MHz 

∆f ≤ 15 kHz 

qo = 5 pC 

qmin = 1 pC 

qpd = 5 pC 

CC ≥ 1 nF 

Vpd = F × VIORM or VIOWM  (F factor: See 5.2.7 c) 

 

8.4 Isolation test 

Replace the last sentence of item c) by the following: 

The voltage is maintained for 1 min for type testing, and 1 s or 2 s at 100 % or maximum 
120 % of the type testing voltage for routine testing. 

 

_____________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets à 
semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

47E/437/CDV 47E/451/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

_____________ 

 
5.2.7 Tension d’essai initiale Vpd(ini), Vini 

Supprimer la NOTE à la fin de ce paragraphe. 

7.4.3 
Supprimer le texte suivant qui est situé sous le paragraphe «Construction de boîtier»: 

L'essai périodique doit être effectué au plus tard 5 ans après les essais de type et doit être 
répété au plus tard tous les 5 ans. 

Supprimer, les termes "et les essais périodiques» dans le texte actuel suivant «Les essais de 
type et les essais périodiques doivent inclure au moins les sous-groupes suivants (7.4.3.1 à 
7.4.3.8), aux conditions suivantes:» au-dessus du quatrième tiret. 

7.4.3.1 Pré-conditionnement 

Ajouter, dans le deuxième alinéa, les termes (CEI 60068-2-20, Essai Tb, Méthode 1A), 
comme suit: 

Résistance à la chaleur de brasage 260 °C ± 5 °C, 5 s ± 1 s  
(CEI 60068-2-20, Essai Tb, Méthode 1A) 

7.4.3.2.1 Essais 

Remplacer, à l’alinéa «Vibrations» les termes «Amplitude: 75 mm» par «Amplitude: 0,75 mm". 

7.4.3.2.2 Mesures finales 

Remplacer, à l’alinéa relatif à “Charge apparente”, "F = 1,6 ou 1,2 (voir 5.2.7 c)" par "F = 1,6 
(voir 5.2.7 c)". 

7.4.3.3.2 Mesures finales: 

Remplacer, à l’alinéa relatif à “Charge apparente”, "F = 1,2 ou 1,0 (voir 5.3.1 a); " par "F = 1,2 
(voir 5.2.7 c)”. 

Tableau 2 – Essais et séquence d’essai pour photocoupleur de protection contre les 
chocs électriques 

Remplacer le Tableau 2 existant par le nouveau Tableau 2 suivant: 
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Tableau 2 – Essais et séquence d’essai pour photocoupleur 
de protection contre les chocs électriques 

1) Essai individuel de série (non destructif),  voir 7.4.1 
 1.1 Amplitude de la charge apparente à 1,875 VIORM, méthode b1), b2) ou b3), qc ≤ 5 pC, Vini,b  + ≤ Vini,a   

Voir 5.2.11 

1.2 Essai paramétrique selon la spécification du fabricant 
 

2) Essai d’échantillonnage (destructif), n = 20 par plateforme, avec un minimum de n = 80 au total, c = 0, voir 
7.4.2 
 2.1 Examen visuel selon la spécification du fabricant,  voir 7.4.3.1 

2.2 Résistance à la chaleur de soudage,  voir 7.4.3.1 
2.3 Amplitude de la charge apparente à 1,6 × VIORM, méthode a), qc ≤ 5 pC, Vini,a, voir 5.2.7 c) 
2.4 Essai paramétrique selon la spécification du fabricant 
2.5 Résistance d’isolement, voir 7.4.3.1 
2.6 Ligne de fuite et distance d'isolement externes, n = 10, c = 0, voir 7.4.3.1 
2.7 Résistance d'isolement à hautes températures, n = 40, c = 0, voir 7.4.3.5.1 

a) Tamb max, min 100 °C 
b) Ts 

 

3) Essai de type, destructif, n = 130, c = 0, voir 7.4.3 
 
 Sous-groupe 1 

7.4.3.2 
n = 20 

 
Sous-groupe 2 

7.4.3.3 
n = 30 

 
Sous-groupe 3 

7.4.3.4 
n = 30 

 
Sous-groupe 4 

7.4.3.5 
n = 40 

 
Sous-groupe 5 

7.4.3.6 
n = 10 

 

           
 

Pré-conditionnement 
7.4.3.1 

 
Pré-

conditionnement 
7.4.3.1 

 
Pré-

conditionnement 
7.4.3.1 

 

Résistance 
d'isolement 
Tamb max > 100 °C, 
Ts 

 

Ligne de fuite 
ext. 

Distance 
d’isolement ext. 

 

         

 Variation rapide de 
température  

Essai de sécurité 
d'entrée  

Essai de sécurité 
de sortie  Inflammabilité  

       

 Vibration  Mesure finale  Mesure finale  

   

 Chocs  

   

 Etanchéité  

   

 Chaleur sèche  

   

 Chaleur humide 
accélérée 

 

   

 Température de 
stockage 

 

   

 Chaleur humide  

   

 Mesures finales  

 

 Essai des matériaux isolants (essai de type uniquement), voir 7.4.3.7 
Marquage, étiquettes, informations dans les catalogues, voir 7.4.3.8 
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